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DESCRIPCION

Estructura de bastidor para evitar deformaciones y dispositivo electrénico que incluye la misma

Campo técnico

La presente divulgacion se refiere a un procedimiento y a un aparato que usa una estructura de bastidor. Mas
particularmente, la presente divulgacion se refiere a una estructura de bastidor para evitar deformaciones y a un
dispositivo electronico que incluye la misma.

Antecedentes

Recientemente, mientras que los dispositivos electréonicos se vuelven multifuncionales, los dispositivos electronicos
con mejor portabilidad tienen mayor competitividad. Por ejemplo, los usuarios prefieren dispositivos electronicos que
sean mas delgados, ligeros y pequefios pero que tengan las mismas funciones. Por lo tanto, los fabricantes de
dispositivos electronicos estan compitiendo para desarrollar dispositivos electronicos que sean mas delgados, ligeros
y pequefios pero que tengan las mismas o mejores funciones. Ademas, los fabricantes de dispositivos electrénicos
estan haciendo un esfuerzo para desarrollar dispositivos electrénicos que sean mas delgados y que tengan mayor
durabilidad.

Como parte del esfuerzo, mientras que la apariencia externa y los bastidores internos de los dispositivos electrénicos
se formaban de material plastico, los bastidores de plastico se estan sustituyendo por bastidores metalicos que son
mas fuertes que los bastidores de plastico. Esto se debe a que el bastidor metalico puede formarse mas delgado que
el de plastico, y el bastidor metalico tiene mayor durabilidad que el de plastico, mientras que tienen el mismo grosor.
También, mediante el uso de un material metalico (p. €j., aluminio, acero inoxidable (STS) o acero inoxidable (SUS)),
que es tan ligero como un material plastico, los inconvenientes del material metalico frente al material plastico se estan
solucionando gradualmente.

En los dispositivos electrénicos recientes, un bastidor, o una porcién de la apariencia externa de un bastidor principal
interno, que esta colado a presion y esta formado por un material metalico (p. ej., magnesio, principalmente), esta
moldeado por insercién con un material plastico. De este modo, mediante el uso de bastidores metalicos internos
formados por el material metalico, los componentes de los dispositivos, tales como los médulos de pantalla de cristal
liquido (LCD) y los paquetes de baterias, pueden soportarse de manera segura y pueden resistir de manera segura
un impacto externo.

Sin embargo, un bastidor principal metalico de este tipo debe tener un grosor predeterminado que satisfaga un grosor
minimo de inyeccion, lo que dificulta la delgadez de los dispositivos electrénicos.

La informacion anterior se presenta como informacion de antecedentes solo para ayudar a la comprension de la
presente divulgacion. No se ha realizado ninguna determinacién y no se realiza ninguna afirmacién sobre si algo de lo
anterior podria ser aplicable como técnica anterior con relacion a la presente divulgacion.

El documento US 2011/0244290 desvela un dispositivo electronico portatil que incluye un alojamiento, una tapa de
bateria, un elemento de posicionamiento y un elemento de bloqueo. El elemento de posicionamiento esta montado en
el alojamiento. El elemento de bloqueo queda retenido por el elemento de posicionamiento y esta configurado para
asegurar la tapa de la bateria al alojamiento. La tapa de la bateria estd conectada eléctricamente al elemento de
posicionamiento mediante el elemento de bloqueo.

El documento US 2010/0056232 desvela una carcasa para un terminal portatil que incluye un cuerpo de carcasa que
tiene una superficie provista de un area rebajada y una lamina formada por fibras y que se inserta en el area rebajada
de modo que las porciones de extremo de la lamina quedan cubiertas por el cuerpo de la carcasa. El terminal portatil
incluye la carcasa. También se describe un procedimiento para fabricar la carcasa.

Sumario

Los aspectos de la presente divulgacion tienen por objeto abordar, al menos, los problemas y/o desventajas anteriores
y proporcionar, al menos, las ventajas descritas a continuacion. Por consiguiente, un aspecto de la presente
divulgacion es proporcionar un dispositivo electronico tal y como se especifica en la reivindicacion 1.

Otro aspecto de la presente divulgacion es proporcionar una estructura de bastidor para evitar deformaciones, que
pueda evitar deformaciones plasticas causadas por un impacto externo solo mediante un simple cambio de estructura
de una placa delgada, y un dispositivo electrénico que incluya la misma.

Otro aspecto de la presente divulgacion es proporcionar una estructura de bastidor para evitar deformaciones, que
pueda garantizar la fiabilidad del dispositivo al evitar deformaciones causadas por un impacto externo, y un dispositivo
electrénico que incluya la misma.

De acuerdo con otro aspecto de la presente divulgacion, un dispositivo electronico incluye un bastidor principal, una
porcidon de abertura formada en el bastidor principal, una porcion de rebaje formada a lo largo de un bastidor de la
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porcion de abertura mas abajo que una superficie del bastidor principal y una placa que tiene bastidores asentados en
la porcion de rebaje, en el que al menos uno de los bastidores de la placa esta formado por una porcién curvada que
esta curvada hacia dentro.

De acuerdo con otro aspecto de la presente divulgacion, un dispositivo electrénico puede incluir un bastidor principal
que incluye una porcién de abertura y una placa que esta instalada en el bastidor principal para cerrar la porcion de
abertura del bastidor principal y que incluye una o mas secciones de bastidor rectas a lo largo de sus bastidores. En
el presente documento, el bastidor principal puede incluir una porcion de rebaje que esta formada a lo largo de un
bastidor de la porcion de abertura mas abajo que una superficie del bastidor principal y que tiene una anchura
predeterminada. La placa puede estar instalada de tal manera que los bastidores de la placa queden asentados en la
porcion de rebaje del bastidor principal. En el presente documento, al menos una de las secciones de bastidor rectas
puede estar formada por una porcién curvada que esta curvada hacia dentro.

De acuerdo con otro aspecto de la presente divulgacion, excepto la porcion curvada, los bastidores de la placa pueden
estar soportados por una estructura tal como nervaduras que estan instaladas en o alrededor de una porcion
escalonada formada por la porcién de rebaje y la superficie del bastidor principal. En este caso, el bastidor principal
puede incluir al menos una porcion de acoplamiento, y una distancia de separacion entre la porcion curvada y la
estructura, tal como las nervaduras instaladas en o alrededor de la porcién escalonada, puede aumentar a medida
que aumenta la distancia de separacién de la porcién curvada a dicha al menos una porcién de acoplamiento. También,
la porcién curvada puede tener una curvatura dentro de un intervalo de la porcién de rebaje.

De acuerdo con diversas realizaciones, la placa puede estar formada por al menos uno de un material metalico, un
composite, un material plastico y un material inorganico tal como vidrio. Por ejemplo, la placa delgada puede estar
formada por uno cualquiera de plasticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV), plasticos reforzados con fibra de
carbono (PRFC), aluminio y acero inoxidable (SUS).

Otras realizaciones del dispositivo electronico se definen en las reivindicaciones dependientes.

Otros aspectos, ventajas y caracteristicas destacadas en la divulgacion se haran evidentes para los expertos en la
materia a partir de la siguiente descripcion detallada, que, tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, desvela
diversas realizaciones de la presente divulgacion.

El documento US 2011/0244290 desvela un dispositivo electronico portatil que incluye un alojamiento, una tapa de
bateria, un elemento de posicionamiento y un elemento de bloqueo. El elemento de posicionamiento esta montado en
el alojamiento. El elemento de bloqueo queda retenido por el elemento de posicionamiento y esta configurado para
asegurar la tapa de la bateria al alojamiento. La tapa de la bateria estd conectada eléctricamente al elemento de
posicionamiento mediante el elemento de bloqueo.

El documento US 2010/0056232 desvela una carcasa para un terminal portatil que incluye un cuerpo de carcasa que
tiene una superficie provista de un area rebajada y una lamina formada por fibras y que se inserta en el area rebajada
de modo que las porciones de extremo de la lamina quedan cubiertas por el cuerpo de la carcasa. El terminal portatil
incluye la carcasa. También se describe un procedimiento para fabricar la carcasa.

Breve descripcion de los dibujos

Los anteriores y otros aspectos, caracteristicas y ventajas de ciertas realizaciones de la presente divulgacion se haran
mas evidentes a partir de la siguiente descripcion tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, en los que:

la Figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion de la presente
divulgacion;

la Figura 2 es una vista en perspectiva despiezada que ilustra un estado en el que se conecta una placa delgada
a un bastidor principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion;

la Figura 3 es una vista en planta que ilustra un estado en el que una placa delgada esta conectada a un bastidor
principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion;

la Figura 4 es una vista en seccion transversal ampliada que ilustra un estado en el que una placa delgada esta
conectada a un bastidor principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion;

la Figura 5 es una vista detallada que ilustra una placa delgada como un producto individual de acuerdo con una
realizacion de la presente divulgacion;

la Figura 6 es una vista en perspectiva de una placa delgada de acuerdo con otra realizaciéon de la presente
divulgacion;

la Figura 7 es una vista en planta que ilustra un estado en el que la placa delgada de la Figura 6 esta conectada a
un bastidor principal de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;

la Figura 8 es una vista en perspectiva despiezada que ilustra un estado en el que se conecta una placa delgada
a un bastidor principal de acuerdo con ofra realizaciéon de la presente divulgacion; y la Figura 9 es una vista en
seccion transversal ampliada que ilustra un estado en el que la placa delgada de la Figura 8 esta conectada a un
bastidor principal de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion.
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A lo largo de los dibujos, ha de tenerse en cuenta que se usan los mismos nimeros de referencia para representar los
mismos o similares elementos, caracteristicas y estructuras.

Descripcion detallada

La siguiente descripcion se proporciona con referencia a los dibujos adjuntos para ayudar a comprender de manera
mas exhaustiva diversas realizaciones de la presente divulgacion segun se define mediante las reivindicaciones.
Incluye diversos detalles especificos para ayudar a esa comprension, pero estos se han de considerar como
meramente ilustrativos. Por consiguiente, los expertos en la materia reconoceran que pueden realizarse diversos
cambios y modificaciones en las realizaciones descritas en el presente documento sin alejarse del ambito de la
presente divulgacion. Ademas, por razones de claridad y concision se pueden omitir las descripciones de funciones y
construcciones bien conocidas.

Las expresiones y palabras usadas en la siguiente descripcion y en las reivindicaciones no se limitan a sus significados
bibliograficos, sino que son usadas meramente por el inventor para permitir una comprension clara y coherente de la
presente divulgacion. Por consiguiente, deberia ser evidente para los expertos en la materia que la siguiente
descripcion de diversas realizaciones de la presente divulgacion se proporciona solo con fines ilustrativos y no con el
fin de limitar la presente divulgacion tal y como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Debe entenderse que las formas singulares "un”, "una" y "el/la" incluyen referentes plurales a no ser que el contexto
claramente indique lo contrario. De este modo, por ejemplo, la referencia a "una superficie de componente” incluye la
referencia a una o mas de tales superficies.

En la descripcion de la presente divulgacion, como dispositivo electronico se ilustra y describe un terminal de
comunicacion movil que incluye un dispositivo con pantalla tactil; sin embargo, la presente divulgacion no se limita a
esto. Ejemplos del dispositivo electrénico pueden incluir asistentes digitales personales (PDA), ordenadores portatiles
de tipo laptop, teléfonos inteligentes, ordenadores ultraportatiles, dispositivos moviles para conectividad a internet
(MID), ordenadores personales ultraligeros (UMPC), ordenadores personales (PC) de tipo tableta, dispositivos de
navegacion y reproductores de audio digital.

También, la presente divulgacion se puede aplicar a diversos dispositivos que tienen una estructura de ensamblaje en
la cual un bastidor mas delgado de entre dos bastidores de la presente divulgacion se ensambla al otro bastidor de
entre dos bastidores. Esta estructura de ensamblaje también se puede aplicar a dispositivos que no sean dispositivos
electrénicos.

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo electronico, tal como un terminal de comunicacién movil, de
acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

Con referencia a la Figura 1, en el lado delantero del dispositivo electronico 100 hay instalado un dispositivo de
visualizaciéon 101, sobre el dispositivo de visualizacion 101 hay instalado un dispositivo de altavoz 102 para recibir la
voz de un contrario y debajo del dispositivo electrénico 101 hay instalado un dispositivo de micréfono 103 para
transmitir la voz de un usuario del dispositivo electronico 100 al contrario, realizando asi una funcién basica de
comunicacion. Aunque no se ilustra, se puede usar un modulo de pantalla de cristal liquido (LCD) de alta definicion
como dispositivo de visualizacion 101 y se puede afiadir un panel tactil como unidad de entrada de datos.

También hay incluidos sensores 105 para el funcionamiento del dispositivo electrénico 100 de manera adaptativa de
acuerdo con los entornos circundantes y hay instalado un conjunto de lente de camara 104 para fotografiar objetos.

De acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion, en el interior del dispositivo electronico 100 hay instalado
un bastidor principal y en una porcion de abertura formada en el bastidor principal hay instalada una placa delgada,
que se describira mas adelante. En este caso, una porcién curvada, que esta curvada hacia dentro, puede estar
formada en una seccion de bastidor recta de la placa delgada para absorber un impacto externo, aplicado en la
direccion de al menos una de las flechas de la Figura 1, evitando asi deformaciones plasticas de esta.

A continuacion se describira con mas detalle una estructura de la placa delgada.

La Figura 2 es una vista en perspectiva despiezada que ilustra un estado en el que se conecta una placa delgada a
un bastidor principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

La Figura 3 es una vista en planta que ilustra un estado en el que una placa delgada esta conectada a un bastidor
principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

La Figura 5 es una vista detallada que ilustra una placa delgada como un producto individual de acuerdo con una
realizacion de la presente divulgacion.

Con referencia a las Figuras 2 y 3, en un bastidor principal 20 hay formada una porcion de abertura 21 de un tamafio
predeterminado y en la porcién de abertura 21 hay ensamblada una placa delgada 10 para cerrar la porcion de abertura
21. Tal y como se ilustra en la Figura 4, la porcién de abertura 21 se puede usar como un espacio para instalar un
paquete de baterias B, y un espacio correspondiente a restar el grosor de la placa delgada 10 del grosor del bastidor
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principal 20 se puede usar como un espacio de instalacién para el paquete de baterias B.

Por ejemplo, el bastidor principal 20 puede estar formado por una pieza colada de magnesio a través de un
procedimiento de colada a presién. Aunque no se ilustra, en el bastidor principal 20 puede montarse un médulo LCD
usado como dispositivo de visualizacion del dispositivo electronico 100. Sin embargo, la presente divulgaciéon no se
limita a esto, y el bastidor principal 20 puede estar formado por un metal tal como aluminio, que puede colarse a
presidon o procesarse mecanicamente, o por un material compuesto de polimero inyectable tal como policarbonato
(PC).

También, la placa delgada 10 puede estar formada por un material metalico que tenga un grosor y una dureza
relativamente infimos. Ejemplos del material metalico pueden incluir aluminio y acero inoxidable (SUS). La placa
delgada 10 también puede estar formada por un composite tal como plasticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) o
plasticos reforzados con fibra de carbono (PRFC) que tienen una dureza similar o igual a la del metal. Ademas, la
placa delgada 10 puede estar formada por un material inorganico tal como vidrio o por un material compuesto
polimérico tal como PC.

En la porcion de abertura 21 del bastidor principal 20, a lo largo de un bastidor interno de este, una porcién de rebaje
22, que tiene una anchura predeterminada, esta formada mas abajo que la superficie del bastidor principal 20. Por
consiguiente, estara formada, de manera natural, una porcion escalonada 221 en el limite entre la porcion de rebaje
22 y la superficie del bastidor principal 20. Por lo tanto, una regiéon predeterminada del bastidor de la placa delgada 10
entra superficialmente en contacto con la porcion de rebaje 22 formada en la porcién de abertura 21 del bastidor
principal 20 y se asienta y conecta al estar soportada o guiada por la porcion escalonada 221. En este caso, la placa
delgada 10 y el bastidor principal 20 pueden fijarse entre si mediante un material adhesivo tal como una cinta adhesiva
de doble cara o una union con adhesivo. La porcién escalonada 221 también puede estar formada por una estructura
de mecanismo tal como diversas nervaduras formadas alrededor del bastidor interno de la porcién de abertura 21, asi
como de la porcién de rebaje 22.

Las Figuras 2 y 3 ilustran una carcasa en la que una placa delgada 10 rectangular esta aplicada a una porciéon de
abertura 21 rectangular del bastidor principal 20; sin embargo, la presente divulgacion no se limita a esto. Por ejemplo,
la placa delgada 10 puede estar formada con diversas formas de acuerdo con las formas de la abertura del bastidor
principal 20.

De acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion, tal y como se ilustra en la Figura 5, la placa delgada 10
incluye al menos una seccion de bastidor recta y la seccion de bastidor recta tiene una porcién curvada 11 que esta
curvada hacia dentro, por ejemplo, curvada hacia un centro de la placa delgada. Ambos extremos de la seccion de
bastidor recta de la placa delgada 10 pueden entrar en contacto con la porciéon escalonada 221 formada en la porciéon
de abertura 21 del bastidor principal 20 y la porcidon curvada 11 puede estar separada de la porcidon escalonada 221.
Es decir, la porcion curvada 11 puede tener una curvatura que esta curvada desde un extremo de la seccién de bastidor
recta de la placa delgada 10, en el que comienza una linea recta, hasta el otro extremo en el que termina la linea recta.
Sin embargo, aunque esté separada de la porcién escalonada 221, la porcién curvada 11 puede estar limitada dentro
de un intervalo que no se desvia de la porcion de rebaje 22.

Una pluralidad de porciones de acoplamiento 23 pueden estar formadas en el bastidor principal 20. Las porciones de
acoplamiento 23 pueden ser orificios para tornillos en los que el bastidor principal 20 queda ensamblado mediante
tornillos a una region de acoplamiento tal como un saliente dispuesto en una posicion predeterminada de otro bastidor
que forma la apariencia externa del dispositivo electrénico 100. Las porciones de acoplamiento 23 estan formadas
cerca de la porcion de abertura 21 para proporcionar durabilidad para soportar la placa delgada 10 aplicada a la porcion
de abertura 21.

Por lo tanto, obviamente, cuando la placa delgada 10 esta ensamblada para cerrar la porcion de abertura 21 del
bastidor principal 20, cuando se aplica un impacto externo al dispositivo electrénico 100, la placa delgada 10 se ve
afectada por el impacto externo, en mayor medida, en una porcion que esta alejada de las porciones de acoplamiento
23 del bastidor principal 20. Por lo tanto, la porcién curvada 11 de la placa delgada 10 puede estar formada para tener
la distancia de separacion maxima desde la porcién escalonada 221 del bastidor principal 20 en la porcién mas alejada
de las porciones de acoplamiento 23, absorbiendo y dispersando asi el impacto externo y evitando deformaciones
plasticas causadas por un choque secundario.

La Figura 4 es una vista en seccion transversal ampliada que ilustra un estado en el que una placa delgada esta
conectada a un bastidor principal de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion.

Con referencia a la Figura 4, la placa delgada 10 esta instalada para cerrar la porcién de abertura 21 del bastidor
principal 20. La placa delgada 10 esta instalada de tal manera que un area predeterminada de la region del bastidor
de la placa delgada 10 esta asentada en la porcién de rebaje 22 formada en la porcion de abertura 21 del bastidor
principal 20. Por lo tanto, la placa delgada 10 queda instalada de tal manera que al menos una porcién del bastidor de
la placa delgada 10 entra en contacto y esta soportada por la porciéon escalonada 221 formada por la porcion de rebaje
22. De este modo, es posible obtener un espacio de un grosor t1 correspondiente a restar el grosor de la placa delgada
10 del grosor de la porcion de abertura 21 del bastidor principal 20. En el dispositivo 100 electrénico, el espacio formado
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por el grosor t1 se usara como un espacio para instalar el paquete de baterias B.

La Figura 6 es una vista en perspectiva de una placa delgada de acuerdo con otra realizacion de la presente
divulgacion.

La Figura 7 es una vista en planta que ilustra un estado en el que la placa delgada de la Figura 6 esta conectada a un
bastidor principal de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion.

De acuerdo con la presente divulgacion descrita anteriormente, la porcion curvada 11 que esta curvada hacia dentro
esta formada en la seccion de bastidor recta de la placa delgada 10 de manera que no entra en contacto y tiene la
distancia de separacién maxima desde la porcién escalonada 221 formada en la porcién de abertura 21 del bastidor
principal 20 con respecto a la porcién (posicion de deformacion maxima) que esta mas alejada de las porciones de
acoplamiento 23 del bastidor principal 20, absorbiendo o dispersando asi el impacto externo.

En esta realizacion, con referencia a las Figuras 6 y 7, hay formada una porcién curvada en todos los cuatro bastidores
de una placa delgada 30. Es decir, en la configuracion anterior, las porciones curvadas 31, 32, 33 y 34 formadas en
los bastidores de la placa delgada 30 estan configuradas para dispersar un impacto recibido desde la parte de abajo
del dispositivo electronico 100. Sin embargo, en esta configuracion, es mas ventajoso evitar deformaciones plasticas
de la placa delgada 30 dispersando todo el impacto recibido en, al menos, una de las cuatro porciones del dispositivo
electrénico 100, tal y como se ilustra en la Figura 1.

Por lo tanto, tal y como se ilustra en las Figuras 6 y 7, la primera, segunda, tercera y cuarta porciones curvadas 31,
32, 33 y 34 estan formadas en la placa delgada 30 y la placa delgada 30 se puede ensamblar de tal manera que las
porciones, en las que las respectivas porciones curvadas 31, 32, 33 y 34 se encuentran entre si, entran en contacto
con la porcion escalonada 221 formada en la porcidn de abertura 21 del bastidor principal 20.

La Figura 8 es una vista en perspectiva despiezada que ilustra un estado en el que se conecta una placa delgada a
un bastidor principal de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion.

La Figura 9 es una vista en seccion transversal ampliada que ilustra un estado en el que la placa delgada de la Figura
8 esta conectada a un bastidor principal de acuerdo con otra realizacién de la presente divulgacion.

Las Figuras 8 y 9 ilustran la relacion de conexion entre una placa delgada 40 metalica y un bastidor principal 20
metalico. De acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion, tal y como se ilustra en la Figura 8, la placa
delgada 40 incluye al menos una seccion de bastidor recta y la seccion de bastidor recta tiene una porcién curvada 41
que esta curvada hacia dentro. En este caso, puede haber formada una superficie 24 de asiento de adhesivo a lo largo
de la porcion de rebaje 22 alrededor de la porcion de abertura 21 del bastidor principal 20. Por lo tanto, la placa delgada
40 queda instalada de tal manera que al menos una porcién del bastidor de la placa delgada 40 entra en contacto y
esta soportada por la porcion escalonada 221 formada por la porcion de rebaje 22. Ademas, en la porcion de rebaje
22 puede haber formada una superficie 25 de asiento de cinta conductora para asentar una cinta conductora 50 sobre
la misma. Para el contacto eléctrico con la cinta conductora 50 asentada en la superficie 25 de asiento de cinta
conductora, una region de contacto de cinta conductora de la placa delgada 40 puede tener diversas formas, tales
como un dedo, un relieve y un orificio.

Una pluralidad de porciones de acoplamiento 23 pueden estar formadas en el bastidor principal 20. Las porciones de
acoplamiento 23 pueden ser orificios para tornillos en los que el bastidor principal 20 queda ensamblado mediante
tornillos a una region de acoplamiento tal como un saliente dispuesto en una posiciéon predeterminada de otro bastidor
que forma la apariencia externa del dispositivo electrénico 100. Las porciones de acoplamiento 23 estan formadas
cerca de la porcién de abertura 21 para proporcionar durabilidad para soportar la placa delgada 40 aplicada a la porcion
de abertura 21.

Sin embargo, mientras que la placa delgada 40 y el bastidor principal 20 se han descrito anteriormente como formados
a partir de metal, al menos uno de la placa delgada 40 y el bastidor principal 20 pueden estar formados por un material
no metalico. Aunque la conexion de metal es una tecnologia general en la técnica, también se puede usar la conexion
de metal y no metal o la conexiéon de no metal y no metal. Para hacer que el no metal sea conductor, se puede usar
un recubrimiento conductor tal como un recubrimiento de interferencia electromagnética (EMI) o una deposicion.

También se pueden aplicar diversas formas, tales como un dedo, un relieve y un orificio, a una region de contacto de
la cinta conductora usada como un elemento conductor 50; sin embargo, esto puede obstruir la estabilidad del
contacto. Por lo tanto, en este disefio, se pueden aplicar diversas formas, tales como un dedo, un relieve y un orificio,
a una carcasa en la que, debido al area y a la forma, es dificil aplicar la cinta, una carcasa en la que la implementacion
del comportamiento es inestable cuando se aplica la cinta o una carcasa para la que se requiere una reduccién del
coste o del nimero de procedimientos. De este modo, no se excluye necesariamente su aplicacion simultanea por
separado. Sin embargo, en una realizacion, solo se puede aplicar la cinta, o se pueden afiadir diversas formas, tales
como un dedo, un relieve y un orificio, a una porcién en la que la aplicacién de la cinta es dificil, para favorecer el
contacto.

Por lo tanto, tal y como se ilustra en la Figura 9, la placa delgada 40 queda fijada al bastidor principal 20 mediante una
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union adhesiva aplicada a la superficie 24 de asiento de adhesivo del bastidor principal 20 y la cinta conductora 50
queda interpuesta entre la placa delgada 40 y el bastidor principal 20. Es decir, la placa delgada 40 y el bastidor
principal 20 estan conectados eléctricamente entre si. En este caso, por ejemplo, cuando la placa delgada 40 y el
bastidor principal 20 se aplican a un terminal de comunicaciéon movil, se puede favorecer un efecto de expansion de
suelo de un radiador de antena para aumentar el ancho de banda o para mejorar las caracteristicas de radiacion del
radiador de antena.

La cinta conductora 50 se usa como elemento conductor para conectar eléctricamente la placa delgada 40 y el bastidor
principal 20; sin embargo, la presente divulgacion no se limita a esto. Por ejemplo, cuando el espacio lo permite, se
pueden usar otros elementos conductores en lugar de la cinta conductora 50. Un ejemplo de elementos conductores
puede incluir diversos materiales conductores conocidos, tales como una uniéon adhesiva conductora, una pinza
conductora, una placa de circuito impreso flexible (FPCB) y un cable fino.

La estructura de ensamblaje de placa delgada de acuerdo con las realizaciones de la presente divulgacion puede
absorber el impacto externo y evitar deformaciones plasticas solo mediante un simple cambio de estructura de la placa
delgada, mejorando, de este modo, la fiabilidad del dispositivo.

Resultara evidente que hay diversos procedimientos que pueden modificar las realizaciones anteriores mientras entren
dentro del ambito de las siguientes reivindicaciones. Es decir, puede haber diversos procedimientos que puedan
implementar la presente divulgacion sin apartarse del ambito de las siguientes reivindicaciones.

Por ejemplo, las porciones curvadas de acuerdo con las realizaciones de la presente divulgacion estan formadas a lo
largo de la seccion de bastidor recta de la placa delgada. Sin embargo, la presente divulgacion no se limita a esto, y
las porciones curvadas de la placa delgada de acuerdo con las realizaciones de la presente divulgacion pueden estar
formadas en una porcién de la seccion de bastidor recta de la placa delgada. Por ejemplo, para garantizar la durabilidad
de la placa delgada, las porciones curvadas pueden estar formadas en las secciones respectivas mientras que la
porcidon mas alejada de la porcion acoplada mediante tornillos esta establecida en la posicién de deformacion maxima.

Si bien la divulgacion se ha mostrado y descrito con referencia a ciertas realizaciones de la misma, los expertos en la
materia han de entender que pueden efectuarse diversos cambios en la forma y los detalles sin apartarse del ambito
de la divulgacion tal y como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo electrénico (100) que comprende:

un bastidor principal (20) que comprende;

una porcion de abertura (21) formada en el bastidor principal (20);

una porcion de rebaje (22; 24) formada en la porcion de abertura (21) a lo largo de un bastidor interno del bastidor
principal por debajo de una superficie del bastidor principal (20) por una porcion escalonada (221); y

una placa (10; 40) que entra en contacto con la porcion de rebaje (22) y esta asentada y conectada al estar apoyada
0 guiada por la porcién escalonada (221), en el que

la placa proporciona un espacio de un grosor t1 correspondiente al restar un grosor de la placa (10) de un grosor
del bastidor principal (20), y

un bastidor de la placa (10; 40) esta formado por una porcion curvada (11; 41) que esta curvada hacia un centro
de la placa;

en el que el bastidor de la placa (10,40) incluye al menos una seccion de bastidor recta y la seccion de bastidor
recta tiene la porcion curvada que esta curvada hacia el centro de la placa; y

en el que el bastidor principal incluye al menos una porciéon de acoplamiento, y una distancia de separacion entre
la porcion curvada y la porcion escalonada aumenta a medida que aumenta la distancia a dicha al menos una
porcién de acoplamiento.

2. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 1, en el que, excepto por la porcién curvada, el bastidor de la placa
esta soportado por la porcién escalonada formada por la porcion de rebaje y la superficie del bastidor principal.

3. El dispositivo electrénico de las reivindicaciones 1 - 2, en el que la porciéon curvada tiene una curvatura dentro de
un intervalo de la porcion de rebaje.

4. El dispositivo electronico de las reivindicaciones 1 - 3, en el que la placa esta formada por al menos uno de un
material metalico, un composite, un compuesto polimérico, un material inorganico, plasticos reforzados con fibra de
vidrio, PRFV, plasticos reforzados con fibra de carbono, PRFC, aluminio y acero inoxidable, SUS.

5. El dispositivo electronico de la reivindicacion 1 - 4, en el que el bastidor principal esta formado por al menos uno de
un metal que puede colarse a presion o procesarse mecanicamente mediante magnesio o aluminio y un compuesto
polimérico inyectable.

6. El dispositivo electronico de las reivindicaciones 1 - 5, en el que la placa queda fijada al bastidor principal mediante
unién con adhesivo o adhesion de doble cara.

7. El dispositivo electrénico de las reivindicaciones 1 - 6, en el que el bastidor principal y la placa estan formados por
un material conductor, y

en el que un elemento conductor queda adicionalmente interpuesto entre el bastidor principal y la placa para conectar
eléctricamente el bastidor principal y la placa.

8. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 7, en el que el elemento conductor incluye al menos uno de una cinta
conductora, una unién adhesiva conductora, una pinza conductora, una placa de circuito impreso flexible, FPCB, y un
cable.

9. El dispositivo electrénico de las reivindicaciones 1-8, en el que el dispositivo electronico es un terminal de
comunicacion movil.

10. El dispositivo electrénico de las reivindicaciones 1-6 que comprende:
un elemento conductor (50) asentado en la porcion de rebaje (25) entre la placa (40) y el bastidor principal (20).
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